附件二：  
	会议名称
（一票通用，可在您最关心的会议前打√）
	 2026（第十四届）氟材料高端应用及相关加工技术研讨会
 2026半导体关键材料与应用技术交流会
[bookmark: OLE_LINK10] 2026（第三届）液冷技术创新与市场应用论坛
 2026国际先进热管理材料技术交流会

	企业名称*

	

	税号*
	

	发票类型*
	电子专票□                 电子普票□

	经营产品
	（限填3种，将录入会议名录展示）

	参会代表
	姓  名
	职  务
	手  机
	电子邮箱

	详细信息*
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	参会费用*
	日期
	1人
	2人
	3人以以上

	
	3月15日前
	2800元/人
	2500元/人
	2200元/人

	
	3月15日后及现场
	3200元/人
	2900元/人
	2600元/人

	
	        整  ￥：       元
（含会费、资料、餐饮，学生半价，汇款注明：FMC氟材料会议）
温馨提示：报名FMC氟材料会议，可免费参加同期所有活动

	付款方式*
	户  名：北京国化新材料技术研究院有限公司
开户行：中国工商银行股份有限公司北京中航油支行
账  户：0200 2282 0902 0125 456

	住宿信息*
	会议酒店： 
标准大床房   元/天（含早）   间；标准双床房   元/天（含早）   间；填数字0、1或2或3 
协议酒店： 
标准大床房   元/天（含早）   间；标准双床房   元/天（含早）   间；填数字0、1或2或3 
宿时间：＿月＿日至＿月＿日   共   天（4月13日报到，14-15日两天会议）
（因房间有限，未提前支付会议费的，住宿请自行安排。会务组仅负责提前预留房间，预留房间截止日期3月28日)

	会务组
	李晓庆15201692950 lixiaoqing@acmi.org.cn
彭雪丽18971342309 pengxueli@acmi.org.cn
方  撰13021397415 fangzhuan@acmi.org.cn

	提示：*为必填项。参会单位请把报名表Email至会务组(以上一人即可)，以便制作通讯录等资料。


[bookmark: _GoBack]参 会 回 执 表
